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(54) Titie: GAS SENSOR COMPRISING A PLANAR SENSOR ELEMENT AND A HOUSING 

(54) Bezeichnung: GASSENSOR MIT EINEM PLANAREN SENSORELEMENT UND EINEM GEHAUSE 

(57) Abstract 

The ends (4) of a lead frame (1) which are situated on the side 
of the sensor element circumscribe a contact region (5) in which the 
planar sensor element (3) is arranged in the lead frame plane. The 
lead frame (1) is extrusion coated with a flat plastic housing (6) out 
of which the outer terminals (2) lead. A recess (7) provided in the 
housing (6) is perpendicular to the lead frame plane and encloses at 
least the contact region (5). This facilitates the assembly, in particular, 
of sensor elements (3) which are connected on two sides. 

(57) Zusammenfassung 

Die sensorelementscitigen Enden (4) eines Leadframes (1) urn- 
grenzen einen Kontaktierbereich (5). in welchem das planare Sen- 
sorelement (3) in der Leadframeebene angeordnet ist. Das Lcadframe 
(1) ist mit einem flachen Kunststoffgeh^use (6) umspritzt, aus dem die 
AuBenanschlusse (2) herausgefiihrt sind und im Gehause (6) ist eine 
zur Leadframeebene senkrechte Aussparung (7) vorgesehen, die min- 
destens den Kontaktbereich (5) umfaBt. Dies erleichtert die Montage 
insbesondere von zweiseitig kontaktierten Sensorelementen (3). 
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Beschreibung 

Gassensor mit einem planaren Sensorelement und einem Gehause 

Die Erfindung betrifft einen Gassensor, mit einem planaren 
sensorelement, das ein halbleitendes, fur reduzierende Case 
sensitives Material umfaBt, mit einer Schiitzhtille, die den 
Sensor vor auBeren mechanischen EinflUssen schatzt und die 
iiber GaseinlaBOffnungen verftlgt, und mit AufienanschlUssen. 

Derartige Gassensoren ntitzen die Tatsache aus, dafi die elek- 
trische Leitfahigkeit geeigneter halbleitender Metalloxide 
bei ausreichend hohen Betriebs temper aturen abhangig vom Ge- 
halt an oxidierenden und reduzierenden Gasen der §ie umgeben- 
den Atmosphere ist und sind beispielsweise aus der europSi- 
schen Patentschrift EP 0 464 244 Bl bekannt. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf planare Sensorele- 
mente, insbesondere solche, bei denen das sensitive Material 
als GaaOa-DUnnschicht auf einem nichtleitenden, keramischen 
Tragerkdrper ausgebildet ist. An seiner Unterseite kann der 
Tragerkarper beispielsweise tiber eine maanderfSrmige Heiz- 
anordnung zum Heizen des Sensors auf eine vorbestimmte Be- 
triebstemperatur, beispielsweise 550 bis 600»C, verfUgen. Ein 
derartiges Sensorelement bzw. -chip weist typische Ausmafie 
von 1,4 X 2,2 mm und Ublicherweise mindestens zwei Funktions- 
und zwei HeizanschlUsse auf. Diesem Aufbau entsprechend, sind 
die planaren Sensorelemente derzeit noch zweiseitig (zwei 
FunktionsanschlUsse oben, zwei Heizanschltisse unten) mit Au- 
fienanschlUssen versehen, also bei der Montage auch zweiseitig 
zu kontaktieren. 

Da derartige Gassensoren unter anderem zur Sicherheitstlberwa- 
chung beztiglich brennbarer bzw. explosiver Gase eingesetzt 
werden, wurde als SchUtzhiille der Sensoren bisher ein Metall- 
gehause mit Gaseinlafischlitzen verwendet. Dadurch wird er- 
reicht, dafi zu detektierende Gase, die innerhalb der Schutz- 
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hUlle durch das mehrere hundert »C heifie, also gegebenenfalls 
tiber den Flammpunkt des zu detektierenden Gases hinaus er- 
hitzte sensorelement entzilndet werden, nicht als Stichflamme 
nach Aufierhalb des Sensors entweichen konnen. Bisher wurden 
die planaren Senorelemente entweder axial in ein zylindri- 
sches Metallgehause eingebaut, wie beispielsweise aus der ge- 
nannten EP 0 464 244 Bl ersichtlich, oder, wie gegenwSrtig 
tiblicher, das planare Sensorelement wurde • parallel zum Sockel 
des sensors, also parallel zur Stirnwand des zylindrischen 
Metallgehauses angeordnet. Diese bisherige Aufbautechnologie 
macht im wesentlichen von durch Gaseinlafi5f fnungen abgewan- 
delten, ansonsten aber bekannten GehSusen fUr Einzeltransi- 
storen oder far RShren Gebrauch. 

Die bekannten Aufbaulosungen enn5gliehen Labor aufbauten, je- 
doch keine automatisierte Grofiserienfertigung. Insbesondere 
ftihren die genannten . Anordnungen der planaren Sensor elemente 
in zylindrischen Metallgehausen zu Fertigungsproblemen bei 
zweiseitig zu kontaktierenden Sensorelementen. Bisher wurde 
in einem manuellen Prozefi der Sensorchip zuerst einseitig mit 
Platindrahten durch Spaltschweifien versehen. Dann wurde der 
Chip gedreht und auf der gegenOberliegenden Seite mit Platin- 
draht verschweiBt. Der Chip mit den beidseitig befestigten 
Platindrahten wurde in der Folge mittels eines Manipulators 
in der Mitte des MetallgehSuses gehalten und die Platindrahte 
wurden auf die entsprechenden Pinenden des Gehauses ausge- 
richtet und mit ihnen verschweifit. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Gassensor der eingangs genannten Art zu schaf fen, der insbe- 
sondere auch bei zweiseitig zu kontaktierenden Sensorelemen- 
ten eine kostengiinstige Montage bzw. Herstellung erlaubt. 

Diese Aufgabe wird bei einem Gassensor der eingangs genannten 
Art erfindungsgemafi gelost durch 
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- ein Leadframe, bei dem jeder elektrische Leitweg von einem 
AuBenanschluB zu einem J^schlufi des Sensorelements durch 
ein separates Formstiick gebildet ist, 

- wobel die sensorelementseitigen Enden der Formstticke einen 
5 Kontaktierbereich umgrenzen, in welchem das planare Senso- 

relement in der Leadframeebene angeordnet ist, 

- und durch ein flaches Kunststof fgehause, mit dem das Lead- 
frame auf beiden Seiten durch einen PlastspritzprozeB um- 
htillt ist, 

10 - wobei einerseits die AuBenanschliisse aus dem Kunststof fge- 
hause herausgefUhrt sind und andererseits eine zur Leadfra- 
meebene senkrechte Aussparung im Kunststof fgehSuse vorgese- 
hen ist, die mindestens den Kontaktierbereich umfafit. 

15 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die in 
den Unteransprachen angegebenen Merkmale gekennzeichnet . 

Die Erfindung lost das zuvor geschilderte Montageproblem so- 
wohl im Falle zweiseitig, wie einseitig zu kontaktierender 
20 Sensorelemente durch einen symmetrischen Aufbau, der die Mon- 
tageebene in die Oberf lachenebene des Sensorelementes legt. 
Gleichzeitig wird der Schritt von einem konventionellen 
Durchsteckbauelement zu einem wahlfrei steckbaren bzw. ober- 
fiachenmontierbaren Bauelement vollzogen. 

25 

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Figuren im 
Einzelnen beschrieben. 

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht eines ersten AusfUhrungs- 
30 beispiels der Erfindung, 

Figur 2 eine Ansicht des gleichen Ausftihrungsbeispiels von 
der Schmalseite her. 
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Figur 3 



das gleiche Aus fUhrungsbei spiel mit noch nicht um- 
spritztem Leadframe, 
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Figur 4 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel, in gleicher An- 
sicht wie Figur 1/ 

Figur 5 das gleiche AusfOhrungsbei spiel wie Figur 1, jedoch 
mit anders ausgeftihrten Aufienanschlussen, 

Figur 6 das gleiche AusfUhrungsbeispiel wie Figur 5, jedoch 
in der Darstellung gemafi Figur 2, 

Figur 7 in perspektivischer Draufsicht das vervollstandigte 
AusfUhrungsbeispiel gemaB Figur 1. 

Die Figuren 1 bis 3 werden im folgenden im Zusammenhang er- 
lautert. Das Leadframe 1, bei dem die einzelnen FormstUcke 
gemafi Figur 3 zun^chst noch an einem gemeinsamen TrSgerstrei- 
fen 11 hangen, besteht aus leitfahigem Material, vorzugsweise 
Kupfer, Kupferlegierungen, Gold, Plat in oder andere Metal le. 
Dieses Leadframe 1 ist ein planares Teil, das durch bekannte 
Verfahren wie Stanzen, Atzen und Erodieren aus einem Blech 
eines der oben genannten Meterialien herausgearbeitet ist. 
Die FormstUcke sind im Rohzustand zunachst miteinander ver- 
bunden. Nachdem das Leadframe durch einen PlastspritzprozeJi 
mit Kunststoff umhailt wurde, k5nnen die Verbindungen der 
einzelnen FormstUcke, insbesondere der TrSgerstreif en 11, 
entfernt werden. Figur 1 und 3 zeigen eine AusfUhrungsform, 
bei der die Aussparung 7 im Kunststoffgehause 6 einerseits • 
erheblich grSfier als der Kontaktbereich 5 ist. Dies hat den 
Vorteil, daJJ Uber die Enden 4 der FormstUcke eine ausreichen- 
de thermische Luftstrecke zwischen dem heifien Sensorelement 3 
und dem Kunststof fgehause 6 definiert ist. Andererseits be- 
findet sich die Aussparung 7 auBerdem vorteilhafterweise den 
AufienanschlUssen 2 gegenUberliegend an der oberen Schmalseite 
10, vgl. Figur 7, des flachen Kuststof fgehauses 6, so dafi die 
Aussparung 7 nach drei Seiten hin of fen ist. Dies ermSglicht 
unter anderem einen besonders leichten Zugang zum Kontaktier- 
bereich bei der Montage. Die Aussparung kann vorteilhaft 
durch den in Figur 7 erkennbaren U-f5rmigen Metallchip durch 
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Kraft/Formschlufi mit dem restlichen Aufbau verschlossen wer- 
den. 

wahrend der Montage wird der Sensorchip 3 mittels eines Mani- 
pulators im Kontaktierbereich 5 gehalten. Anschliefiend kann 
durch einen Schweifivorgang ein Verbindungsdraht zwischen den 
Kontaktierflachen des Sensorelements 3 und dem Leadframe 1 
angebracht werden. Bei zweiseitiger Kontaktierung wird der 
Aufbau nachfolgend einfach gedreht und noch mal an den ver- 
bleibenden Kontaktpaaren kontaktiert. Der Sensor wird also 
einfach noch mal durch die gleichen Fertigungsstationen 
transportiert. Gegentiber der bekannten bisherigen Losung ver- 
einfacht sich das Verfahren durch die Durchftihrung der Kon- 
taktierung in einem Schritt sowie durch fUr beide Sensorele- 
ientseiten identische, automatisierbare Prozesse. In Zukunft 
hofft man auch einseitig kontaktierbare Sensorelemente zur 
Verftigung zu haben, die gegenwSrtig eines der Entwicklungs- 
ziele der Sensorfunktion an sich darstellen. Insbesondere bei 
einseitig kontaktierbaren Sensorelementen 3 erscheint es 
sinnvoll, die Enden 4 der FormstUcke direkt mit den Kontak- 
tierflachen der Sensorelemente 3 zu verschweifien. Damit ent- 
failt die Notwendigkeit eines Verbindungsdrahtes . Zu diesem 
Zweck ist es vorteilhaft, wie in Figur 4 dargestellt, die En- 
den 4 der FormstUcke in Form einer thermischen Engstelle aus- 
zubilden. 

Die Gestaltung der AnschluiJpins der AufienanschlUsse des er- 
findungsgemafien Gassensors kann beispielsweise, wie in Figur 

1 bis 4 dargestellt, als einreihige Anordnung von Anschlufi- 
pins 2 zur Durchsteckmontage erfolgen, oder , wie in Figur 5 
und 6 dargestellt, als einreihige Anordnung von AnschluBpins 

2 mit insbesondere wechselseitig rechtwinklig ausgestellten 
Pins, die zur Oberfiachenmontage geeignet sind. 
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Patentansprtiche 

1. Gassensor, mit einem planaren Sensorelement, das ein halb- 
leitendes, fUr reduzierende Case sensitives Material iimfalit/ 
5 mit einer Schutzhiille^ die den Sensor vor aufieren mechani- 
schen Einflussen schiitzt und die iiber Gaseinlassof fnungen 
verftigt/ und mit Aufienanschliissen/ 
g e k e n n z e i c h n e t durch 

- ein Leadframe (1), bei dem jeder elektrische Leitweg von 
10 einem AuUenanschluiJ (2) zu einem Anschlufi des Sensorele- 

ments (3) durch ein separates Formsttick gebildet ist, 

- wobei die sensorelementseitigen Enden (4) der Formstiicke 
einen Kontaktierbereich (5) umgrenzen, in welchem das 
planare Sensorelement (3) in der Leadf rameebene angeordnet 

15 ist, 

- und durch ein flaches Kunststof f gehause (6), mit dem das 
Leadframe (1) auf beiden Seiten durch einen Plastspritz- 
prozefi umhullt ist, 

- wobei einerseits die AuBenanschltisse (2) aus dem Kunst- 
20 stoff gehause (6) herausgefiihrt sind und andererseits eine 

zur Leadf rameebene senkrechte Aussparung (7) im Kunststof f- 
gehause (6) vorgesehen ist, die mindestens den Kontaktbe- 
reich (5) umfafit. 

25 2. Gassensor nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Aussparung (7) derart viel grSBer als der Kontaktbe- 
reich (5) ist, dafi dieser thermisch durch eine definierte 
Luftstrecke von dem Kunststof f gehause (6) getrennt ist. 



3. Gassensor nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Aussparung (7) nach Montage des Sensorelements (3) 
durch ein mit GaseinlaflSf fnungen (9) versehenes, insbesondere 
35 metallisches Formteil verschlossen ist. 
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4. Gassensor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch g e k e n n z e i g h n e t , 

dafi die Aussparung (7) zu einer Schmalseite (10) des flachen 
Kunststof fgehauses (6) hin of fen ist. 

5 • 

5. Gassensor nach Anspruch 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Formteil als metallisches Biegeteil (8) ausgefiihrt 
ist, das den Kontaktierbereich (5) U-fQrmig umschlieflt. 

10 

6. Gassensor nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Anschltlsse des Sensorelements (3) durch Verbindungs- 
drahte zwischen den Kontaktierf lachen des Sensorelements (3) 
15 und dem Leadframe (1) gebildet sind. 

7. Gassensor nach einem der Ansprtiche 1 bis 5^ 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dafi die Anschltlsse des Sensorelements (3) durch eine unmit- 
20 telbare Verbindung der sensorelementseitigen Enden (4) der 
Formstticke des Leadframes (1) mit den Kontaktierf lachen des 
Sensorelements (3) gebildet sind. 

8. Gassensor nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die AuBenanschlusse (2) eine einreihige Anordnung von An- 
schlufipins zur Durchsteckmontage bilden. 

9. Gassensor nach einem der Ansprtiche 1 bis 1, 
30 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dafi die Aufienanschltlsse (2) eine einreihige Anordnung mit 
rechtwinklig ausgestellten Anschlufipins zur Oberf lachenmonta- 
ge bilden. 
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FIG 4 7 



FIG 5 



FIG 6 



